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Titelbild
Das MultiEyeS plus von GÖPEL electronic ist ein 
intelligentes, automatisches optisches Inspektionsmodul 
für eine Vielzahl von Prüfaufgaben. Sie können das System 
beispielsweise in Montage- und THT-Bestückplätzen 
integrieren oder für Wareneingangskontrollen sowie 
allgemeine Qualitätssicherungsaufgaben nutzen. Durch 
das Multikamera-Design wird eine bemerkenswert hohe 
Bildqualität mit großen Inspektionsbereichen kombiniert. 
Zusammen mit der intelligenten Software sorgt dies für 
eine sichere Erkennung von Fehlern der Prüfobjekte. Das 
MultiEyeS plus lässt sich einfach an Ihr MES anbinden und 
bietet damit beste Voraussetzungen für eine dokumentierte 
Qualität. 

Mehr Informationen: www.goepel.com


